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SPOSOB WYTWARZANIA ELASTYCZNYCH KOMPOZYCJI EPOKSYDOWYCH
STOSOWANYCH DO HERMETYZACJI UKtADSW ELEKTRONICZNYCH

Przedmiotem wynalazku jest sposéb wytwarzania elastycznych kompozycji epoksydowych
stosowanych do hermetyzacji ukladéw elektronicznych majacych zastosowanie zwlaszcza w
przemysle motoryzacyjnym.

Znane jest stosowanie elastycznych kompozycji epoksydowych w celu hermetyzacji
uktadéw elektronicznych. Typowa kompozycja hermetyzacyjna zawiera dianowa zywice epoksydowa,
aktywny czyli zawierajacy grupy epoksydowe rozcieficzalnik, aktywny lub nieaktywny czyli nie
zawierajacy grup epoksydowych érodek uelastyczniajacy, utwardzacz i wypeiniacz. W niektérych
kompozycjach stosuje sig ponadto srodki odpieniajace i przyspieszacze procesu utwardzania.
Stosowane w tych kompozycjach nieaktywne $rodki uelastyczniajace takie jak np. ftalan
n-dibutylu nie wbudowuja sige w uklad i sa wymywane przez chemikalia, co zmniejsza odpornoéé
chemiczng kompozycji po utwardzeniu, dlatego powszechnie stosuje sig¢ aktywne jedno i dwu-
epoksydowe pochodne zwierzgcych i rosglinnych kwaséw tiuszczowych, poliestrodioli czy polie-
terodioli charakteryzujacych si@ diugimi %ahcuchami alifatycznymi zawierajacymi 10-50 atoméw
wegla w czasteczce. Znany jest rowniez sposdéb uelastyczniania kompozycji epoksydowych przez
stosowanie jako utwardzaczy amin lub poliamin alifatycznych o taficuchach zawierajacych 5-20
atoméw wegla w czasteczce, lub poliamincamidéw otrzymywanych przez dimeryzacje kwasow
ttuszczowych, a takze polibezwodnikéw kwaséw alifatycznych o 5-15 atomach wegla w czasteczce,
przy czym masa czasteczkowa poliaminoamidéw czy polibezwodnikéw wynosi 500-1000. /Zbigniew
Brojer, Zofia Hertz, Piotr Penczek: Zywice epoksydowe V/NT 1982 str. 220-237/.

Z uwagi na wymagany maly cskurcz kompozycii epcksydowych podczas utwardzania wyncsza-
cy nie wiegcej niz 0,5-1% stosuje sig¢ w kompozycjach wypeilniacze. Typowymi znanymi i stosowa-
nymi wypeiniaczami sa maczki alundowe, porcelanowe, kwarcowe. Dodatkowa zaleta stosowaﬁia
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wypelniaczy jest zmniejszanie rozszerzalnosci liniowej zywicy, co podwyzsza jej odpornosé
na szoki termiczne w zekresie temperatur -40 do +125°C oraz modyfikacja rozszerzalnoéci
liniowej kompozycji do rozszerzalnosci termicznej obudowy ukladu elektronicznego /P. Roz-
dzial Tworzywa sztuczne w elektronice WNT 1973 str. 94-99/.

Znanym sposobem uelastyczniania zywic epoksydowych /Polimery 1S80, 25, 224/ jest
zas%d%owan;e oligomerdw dwuepoksydowych, ktére sg produktami poliaddycji matoczgsteczkowe]
2ywicy epoksydowej z kwasami poliestrodwukarboksylowymi zawierajgcymi ponad 20 grup CH, -

w tafdcuchu, aminowe érodki sieciujace i solubilizatory, ktérymi sg maloczgsteczkowe dwu-
epoksydy z alfa i omega dioli,

Innym sposobem otrzymywania elastycznej kompozycji epoksydowej jest stosowanie
alifatycznej zywicy epoksydowej otrzymywanej z glikoli.i poliglikoli jak to wynika z japod-
skiego opisu patentowego nr 27 413 z 1987 roku czy artykuiu w Polimerach 1974, 19, 186.
Znane sa réwniez z opisu patentowego PRL nr 70 276 kompozycje zawierajace wigzania amino-
eterowe powodujgce zwigkszenie elastycznodci zywicy, czy tez stosowanie celem uelastycznie-
nia kompozycji jako utwardzaczy polibezwodnikéw alifatycznych, przy czym sam bezwodnik
zawiera 5 - 15 atoméw wegla w larficuchu, a polibezwodniki czy ich kopolimery charakteryzuja
sie masg czgsteczkowa rzedu 700-1000, co pozwala jak to wynika z opisu patentowego PRL
nr 68 340 nha obnizenie temperatury zeszklenia utwardzonej kompozycji do przedziatu
od +30 -10°C. Innym wreszcie sposobem zwigkszenia elastycznoéci kompozycji jest jak wynika
z opisu patentowego PRL nr 62 519 stosowanie 2ywic zawierajacych wigzania polisiarczkowe.

W zaleznodci i od rodzaju stosowanej zywicy, utwardzacza, érodka uelastyczniajgcego,
a takze parametréw samego procesu utwardzania, otrzymuje sie kompozycje epoksydowe charakte-
ryzujace sig@ réznymi temperaturami zeszklenia, opornoécia na chemikalia, czy przyczepnoscia
do hermetyzowanego uktadu. Z uwagi na koniecznoéé¢ stosowanie w ukladach elektronicznych
majacych zastosowanie w motoryzacji kompozycji wytrzymujacych szoki termiczne w przedziale
-40 do +125°c,'charakteryzujeéych sig@ ponadto szczelnodcia, skurczem termicznym ponizej 0,5%,
odpornodcig na agresywne chemikalia, czy mgile solng nie zdaja egzaminu powyzej podane
rozwigzaenia opracowane przy uwzglednieniu aktualnego stanu techniki. Nie jest bowiem wskazane
stosowanie w kompozycji alifatycznych Zzywic epoksydowych, z uwagi ne ich niedostateczna
odpornoéé¢ na chemikalia w szczegélnoéci na agresywnie dziatajace rozpuszczalniki. Nie moga
tez byé stosowane polibezwodniki kwaséw alifatycznych, czy tez poliaminocamidy otrzymywane na
bazie dimeryzowanych kwaséw tluszczowych, z uwagi na ich mala reaktywnoéé co zmusza albo do
stosowania wysokich temperatur utwardzania kompozycji /powyzej 100°C/, co powoduje uszkadza-
nie hermetyzowanych podzespoiéw elektronicznych, albo stosowanie przyspieszaczy procesu,
ktére maja jednak te wade, ze skracaja zywotnodé kompozycji w temperaturze pokojowej w wyniku
samorzutnego zelowania Zywicy, co uniemozliwia ciggla prace linii produkcyjnej w szczegdélnoé-
ci automatycznych dozownikéw. Stosowanie do uelastyczniania nienasyconych poliestréw jako
dodatkéw zwigksza skurcz cieplny zywicy przy jej utwardzaniu co moze doprowadzié do roz-
hermetyzowania ukladéw. Inne rozwigzania z powodu niewlasciwej reologii kompozycji nie moga
byé brane pod uwage mimo swej poprawnosci w warunkach przemysilowych.

Sposéb wytwarzania elastycznych kompozycji epoksydowych stosowanych do hermetyzacji
uktadéw elektronicznych majacych zastosowanie zwlaszcza w przemyéle motoryzacyjnym na bazie
dianowych zywic epoksydowych, z utwardzaczami typu adduktdéw poliamin alifatycznych z mailo-
czasteczkowymi zywicami epoksydowymi oraz poliaminoamiddéw, zawierajacymi wypeiniacz, aktywny
dwu i wieloepoksydowy $rodek uelastyczniajacy oraz $rodek odpieniajacy charakteryzuje sig
tym, ze stosuje sig dianowg zywicg epoksydowg o masie czasteczkowej 340-600 i liczbie epoksy-
dowej 0,40-0,56 jako utwardzacz mieszaning jej adduktu z poliaminami alifatycznymi oraz
poliaminoamidy, przy czym udzial poliaminoamidéw wynosi 20-80%, jako wypeiniacz mieszaniny
rozdrobnionego do wielkoéci ziaren ponizej 40 mikrometréw alundu, porcelany czy kwarcu, a
jako aktywny rozciefczalnik mieszaning dwu i wieloepoksydowych pochodnych estréw polioocksy-
etylenowych tréjglicerydéw kwaséw tiuszczowych o masie czgsteczkowej 1000-3000, zawierajg-
cych grupy hydroksylowe oraz glikoli polioksyetylenowych o masie czasteczkowej 300-1000 i
polioksypropylenodioli oraz trioli o masie czgsteczkowej 1000-4000, przy czym udziatl
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tréjglicerydéw w mieszaninie wynosi 10-40%, glikoli 30-70%,a polioksypropyleno i etyleno
dioli i trioli 10-30%. Korzystnym jest réwniez uzycie w kompozycji na 1 czeéé wagowsg
dianowej zywicy epoksydowej 0,5-1,0 czeéci wagowej utwardzacza, 0,50-1,50 czeéci wagowej
wypelniacza, 0,10-0,50 czeéci wagowej érodka uelastyczniajgcego, 0,005-0,01 érodka odpienia-
jegcego w postaci zywicy silikonowej oraz 0,10-0,20 czgéci wagowej aktywnego jednoepoksydo-
wego rozciefczalnika bedgecego epoksydowa pochodng alifatycznych alkoheli o 4-8 atomach

wegla w lanicuchu. ' : '

Opisany wyzej sposéb wytwarzania elastycznych kompozycji epoksydowych“pozwala na
uzyskanie kompozycji o trwaloéci rzedu 6-20 godzin, umo211wiaJec;j ciagtg prace urzadzenia
dozujgcego, dzigki zastgpieniu przyspieszacza dodatkiem adduktu amin alifatycznych z mato-
czasteczkowymi zywicami epoksydowymi, co dodatkowo pozwala obnizy¢ temperaturg utwardzania
kompozycji i zmniejszyé ryzyko uszkodzenia podzespoléw elektronicznych, lepkosci 500-1000
mPaxs pozwalajacej na wniknigcie kompozycji hermetyzujacej we wszystkie czgéci ukladu, co
daje gwarancj@ szczelnoéci kompozycji zabezpieczajacej, dzieki zastosowaniu specjalnie
dobranego ukiadu aktywnych rozciericzalnikéw obnizajacych lepkoéé kompozycji.

' Utwardzona kompozycja charakteryzuje sig nie tylko niskg temperatura zeszklenia
ponizej 2o°c. co daje duza jej elastycznoéé, ale i niskim skurczem dzigki obecnoéci w kompo-
zycji grup epoksydowych o réznej reaktywnoséci utwardzajgcych sig w réznych temperaturach i
z réznym efektem cieplnym. Opisana powyzej kompozycja charakteryzuje sig ponadto dobra
adhezja do obudéw ukiaddéw, umozliwiajaca peing ich hermetyzacje, odpornogcia ne dziatanie
chemikaliéw agresywnych, dzigki wysokiemu stopniowi usieciowania utwardzonej kompozycji,
mozliwoécig pracy w zakresie temperatur -40 do +125°C i rozszerzalnosci liniowej zblizonej
do rozszerzalno$ci liniowej obudowy dzigki zastosowaniu wypelniacza w postaci mieszaniny
maczki alundowej, porcelanowej i kwarcowej.

Ponizej podano przyktady wytwarzania kompozycji wraz z jej niektérymi wiasnosciami.

Przyk=?%ad I. Kompozycje epoksydowa do hermetyzacji elektronicznych ukia-
déw stosowanych w przemyéle motoryzacyjnym sporzadzono o skladzie: 1 czeéci wagowej maio-
czasteczkowej 2ywicy epoksydowej o masie czasteczkowej 390 i liczbie epoksydowej 0,52 ; 0,6
czgsci wagowej poliaminoamidu o masie czgsteczkowej 500 i liczbie aminowej 320 ; 0,2 czeséci
wagowej adduktu tréjetylenoczteroaminy z wyzej wymieniona zywicg epoksydowag; 0,5 czeéci
wagowej wypeiniacza alundowego; 0,5 czgéci wagowej wypeiniacza porcelanowego, przy czym
wypelniacz jest rozdrobniony tak, e wielkoéé ziaren nie przekracza 40 mikrometréw, 0,005
érodka odpieniajacego /zywica silikonowa/ oraz 0,50 czeéci wagowej aktywnego uelastycznia-
jacego rozciericzalnika, ktdérym jest mieszanina w stosunku 1:1:1 di i triepoksydowych pochod-
nych estru polioksyetylenowego tréjglicerydu kwasu rycynolowego o masie czgsteczkowej 2800,
polioksyetylenoglikolu o masie czasteczkowej 600 i polioksypropylenotriolu o masie czastecz-
kowej 3500.

Kompozycje utwardzano w temperaturze 85°C przez 60 minut uzyskujac zaleweg charakte-
ryzujgaca sig temperatura zeszklenia ponizej 10% i skurczem cieplnym ponizej 0,5% oraz od-
pornoécia na agresywne rozpuszczalniki w szczegélnosci metyloetyloketon.

Przyk1>ad 1I. Kompozycjg¢ epoksydowa sporzadzono identycznie jak w przykta-
dzie I, zwigkszajac jedynie udzial epoksydowych pochodnych polioksyetylenoglikolu o masie
czasteczkowej 600 do 50% ilosci calkowitej rozciefczalnika aktywnego, a zmniejszajgc do 25%
udzial epoksydowych pochodnych pozostalych komponentéw co obniza lepkoéé kompozycji do 500
mPaxs i przedluza zywotnoé¢ kompozycji z 8 do 12 godzin bez pogorszenia skurczu liniowego,
czy podwyzszenia temperatury zeszklenia utwardzonej kompozycji, przy zachowaniu identycznych
parametréw procesu utwardzania.

Przyk1ad III. Kompozycje epoksydowg sporzgdzono o skitadzie identycznym
jak w przykladzie I stosujgc dodatkowo jako rozciefczalnik aktywny eter butylowo-glicydylowy
w ilosci 0,1 czeéci wagowej w celu obnizenia lepkoéci kompozycji i przediuzenia jej zywot-
noéci. Lepkoéé kompozycji obniza sig do 450 mPaxs, a zywotnos¢ przediuza sig do 16 godzin,
za$ po utwardzeniu w warunkach identycznych jak w przykiadzie I parametry zywicy pozostaja

bez zmian.
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Zastrzezenie patentowe

Sposéb wytwarzania elastycznych kompozycji epoksydowych stosowanych do herme-
tyzacji uktadéw elektronicznych majgcych zastosowanie zwlaszcza w przemyséle motoryzacyjnym
przez reakcje dianowych 2ywic'epoksydowych z utwardzaczemi typu adduktéw poliamin alifa-
tycznych z matoczgsteczkowymi zywicami epoksydowymi oraz poliaminoamidéw, zawiérajacymi
wypelniagg, aktywny dwu i wieloepoksydowy érodek uelastyczniajacy oraz srodek odpieniaja-
cy, znamienny t ym, Ze stosuje sig dianowa zywice epoksydowa o masie czasteczko-
wej 340-600 i liczbie epoksydowej 0,40-0,56, a jako utwardzacz mieszaning jej adduktu z
poliaminami alifatycznymi oraz poliaminoamidéw, przy czym udzial poliaminoamidéw w mieszani-
nie wynosi 20-80%, jako wypelniacz mieszaning rozdrobnionego do wielkoéci ziaren ponizej
40 pm alundu, porcelany czy kwarcu, przy czym udzial rozdrobnionego alundu wynosi 50-80%, a
pozostatych komponentéw 10-40%, zaé jako érodek uelastyczniajgcy stosuje sig¢ aktywny roz-
cieficzalnik stanowiacy mieszaning dwu i wieloepoksydowych pochodnych estréw polioksyetyle-
nowych tréjglicerydéw kwaséw tiuszczowych o masie czgsteczkowej 1000-3000 zawierajacych
grupy hydroksylowe oraz glikoli polioksyetylenowych o masie czasteczkowej 300-1000 i polio-
ksypropylenotrioli oraz dioli o masie czasteczkowej 1000-4000, przy czym udzial dwu i wielo-
epoksydowych pochodnych estréw polioksyetylenowych tréjglicerydéw kwaséw tiuszczowych w
mieszaninie wynosi 10-40%, glikoli 30-70% a poliOksypropylenocetylenodioli i trioli 10-30%,
przy czym stosuje sig w kompozycji na 1 czgé¢ wagowa dianowej zywicy epoksydowej, 0,5-1,0
czeéci wagowej utwardzacza, 0,50-1,50 czeéci wagowej wypelniacza, 0,10-0,50 czgéci wagowej
aktywnego érodka uelastyczniajacego, 0,005-0,01 érodka odpieniajgacego w postaci Zzywicy sili-
konowej oraz ewentualnie 0,10-0,20 czgéci wagowej aktywnego jednoepoksydowego rozciericzalnika
bedgcego epoksydowg pochodng alifatycznych alkoholi o 4-8 atomach wggla w arhcuchu.

Zaktad Wydawnictw UP RP. Nakiad 100 egz.
Cena 3000 zt



	Dane bibliograficzne
	Opis wynalazku
	Zastrzeżenia

